
证券代码：300782 证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表
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投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

■其他 （电话会议）

参与单位名称

太平基金、九泰基金、长信基金、兴证全球基金、华夏基金、招商基金、

鹏华基金、中航基金、英大基金、泓德基金、中信建投基金、交银施罗

德基金、长安基金、富国基金、博时基金、中信证券、国海证券、山西

证券、东海证券、中金公司、瑞银证券、华泰证券、华安证券、光大证

券、华金证券、汇丰前海证券、摩根大通证券、东方财富证券、东吴证

券、国信证券、国元证券、广发证券、华西证券、红塔证券、东方证券、

国金证券、上海瞰道资管、循远资管、益和源资管、上海睿郡资管、北

京枫泉资管、青岛鸿竹资管、上海禾升资管、上海云门资管、北京逸原

达资管、深圳慧利资管、瀚亚投资（香港）、浩成资管、博裕资管、瑞

银集团、高盛（亚洲）、鲁信国际金融、交银国际、美银证券、摩根士

丹利银行、元昊资本等

时间 2025年 10月 30日

地点 公司会议室

上市公司接待人

员姓名

董事长、总经理：许志翰

董事会秘书：刘丽琼

投资者关系活动

主要内容介绍

一、简要介绍公司 2025 年前三季度整体情况概述

报告期内，公司着力布局两大体系的发展：在产品维度，着力构建

高性能射频前端芯片及模组的产研能力和先进架构，以平台化资源赋能



客户价值创造，为拓展复合产品应用、多元化产品类别和跨行业应用奠

定基础；在技术维度，公司持续布局 6 英寸特种工艺、12 英寸异质硅

基工艺平台及先进异构集成三大核心技术平台，通过延展“异质+异构”的

技术路线，协同优化材料、工艺、器件与封装等环节，持续完善差异化、

高端定制化、高度集成化等系列产品，着力强化“资源平台领先、产品领

先、成本领先、质量领先”的综合优势。

二、在问答环节，主要回复如下：

1、请问公司关于三季度业绩表现及影响因素，以及对未来季度的预期情

况？

A：尊敬的投资者，您好！2025 年前三季度，公司实现营业收入 27.69

亿元，同比下降 17.77%，归属于上市公司股东的净利润-1.71亿元，同比

下降 140.13%；整体毛利率 26.68%，同比下降 13.84%，主要系受到芯卓

折旧、市场竞争及产品结构变化等因素影响。

随着行业淡旺季的转换，需求景气度有所提升，公司的经营情况逐

渐向好。第三季度，公司实现营业收入 10.65亿元，环比增长 12.36%，

归属于上市公司股东的净利润-2,333.64 万元，净利润亏损环比大幅度收

窄 76.84%。毛利方面，第三季度，芯卓自产晶圆成本对毛利的影响环比

第二季度有所改善，预计随着芯卓产能利用率的提升，自产晶圆成本对

整体毛利率的负面影响将逐步减弱。产品方面，预计公司多款重要模组

产品会迎来快速增长。感谢您对公司的关注！

2、请问公司预计明年的国内射频竞争格局？

A：尊敬的投资者，您好！在部分技术门槛较低且同质化严重的中低端射

频前端产品领域，本土竞争日趋激烈。从技术发展来看，6G、卫星通讯

等新型通讯需求的出现，一定程度上将驱使射频前端芯片能力的提升，

对企业保持领先的技术储备、技术预研能力提出更为全面的要求；随着

射频前端产品差异化、集成化、高端化需求愈发旺盛，规模更大、产品

线更完善、具有更强供应链调节能力的企业将获得更高的市场认可度与

青睐。感谢您对公司的关注！

3、请问公司相关专利和诉讼的进展？

A：尊敬的投资者，您好！公司深耕射频前端行业多年，在资源投入、专

利布局与生态协同方面进行了长期、正向的建设，积累并构建了较高的

技术壁垒和分析能力。2025年上半年，公司与株式会社村田制作所（以

下简称“村田”）涉及共 7 项专利纠纷。公司认为，涉诉的 7 项专利申请

前已存在多项现有技术。并且在 2025 年 1月，上述 7项专利所依托的基

础专利已被国家知识产权局宣告无效，本次涉诉的韩国 3项专利及中国 3



项专利均系在该无效专利基础上通过多个技术细节叠加形成，其余 1项

中国专利系在该无效专利的结构基础上分析了一系列数学表达式而成，

因此，涉案专利缺乏本质创新性，专利的有效性和稳定性存疑。

公司对村田的主张不予认可，目前已就上述 7项涉案专利提起了无

效宣告程序，具体进展请关注公司公告。感谢您对公司的关注！

4、请问公司目前WiFi 7等非射频模组的产品和份额情况？

A：尊敬的投资者，您好！截至报告期末，WiFi 7 模组、蓝牙前端模组

及射频MCU类产品已实现稳定出货。目前，公司WiFi 7模组产品进展

良好，出货量已多于WiFi 6产品，并且在智能手机、组网设备等领域均

有业务拓展。随着这些产品的市场化推进加速及需求的持续提升，预计

会在第四季度持续增长。感谢您对公司的关注！

5、请问公司目前两条产线的表现情况如何？

A：尊敬的投资者，您好！目前公司 6英寸和 12英寸两条产线均保持大

规模交付的状态。相较于今年上半年，两条产线产能利用率均呈现出较

为明显的提升。关键技术平台实现从产品验证完成到稳定产出的转化，

产品良率和产线良率双双达到行业内较高水平。

6英寸滤波器晶圆生产线针对特种材料工艺进行平台建设，集成自产

滤波器的多个模组产品持续规模出货。截至报告期末，6英寸产能利用率

提升明显。

12英寸以硅基技术平台生产线为基础，致力于异质材料及特种工艺

的能力拓展。公司第一、二代技术平台已实现规模量产并持续推进第三

代工艺的研发工作。截至报告期末，公司 12英寸射频芯片生产线整体产

能利用率情况较好。感谢您对公司的关注！

6、请问目前 L-PAMiD模组的产品进展和出货情况？

A：尊敬的投资者，您好！截至报告期末，L-PAMiD模组产品已在多家

品牌客户导入并交付，同时可支持不同射频解决方案的不同频段产品，

L-PAMiD产品的性能及表现与滤波器工艺密切相关，随着公司滤波器工

艺能力持续提升以及多类高质量产品的交付，未来也将力争把握更多的

市场机遇。感谢您对公司的关注！

7、请问公司目前存货的构成情况？

A：尊敬的投资者，您好！截至报告期末，公司存货约 30.16亿元，较去

年同比增长 19.64%。为保障两条产线产出快速爬坡、支撑重要模组产品

的交付放量，公司适当性地增加了原材料储备。目前，存货仍以基础材

料备货为主。感谢您对公司的关注！



8、请问公司射频模组产品的技术储备和市场进展如何？与海外厂商（如

村田）相比，国内品牌客户对定制化射频方案的需求是新增的吗？A：

尊敬的投资者，您好！公司基于资源平台所带来的全品类产品能力，在

射频模组方向有诸多技术储备和产品创新，例如对多频段进行定制化、

参与 phase X方案定义等。

过去几年，国内品牌客户对定制化射频方案的需求相对较弱，更关

注摄影摄像、屏幕等易被消费者感知的功能。近两年，智能手机端竞争

进入新阶段，品牌客户开始逐步细化关注射频性能，因此对定制化射频

方案产生新增需求。公司是国内较早布局自主射频前端全品类产品能力

的厂商，在高端高性能射频前端芯片及模组等更需要工艺与设计深度协

同的领域，充分地发挥 Fab-Lite 经营模式的优势，保持着国内射频前端

市场的领先地位。基于芯卓的资源及能力建设，公司可以针对客户特殊

需求精准定位客户所需要的产品。感谢您对公司的关注！

附件清单

（如有）
无

日期 2025年 10月 30日


